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Abstract (en)
This "reed" switch (1) includes a base plane (2) comprising two separate conducting regions (12, 13). The two rods of the contactor have the shape
of blades and each of them is integral with the base plane in the region of one of the conducting regions. One of the beams (19, 21) at least bears
on the base plane via a foot on which it is mounted so as to overhang. The switch can be produced, for example, with the aid of the manufacturing
process according to the invention. This process comprises the steps of successively forming, on a substrate, an alternation of photoresist and
metallisation layers. At each step, the upper photoresist layer is configured to create, in the thickness of the latter, free spaces for growth in which
metal lands are formed by galvanic growth. The photoresist layers situated under the last metallisation layer play the role of sacrificial layers and
allow the formation of suspended metallic structures. <IMAGE>

Abstract (fr)

Ce contacteur "reed" (1) comporte un plan de base (2) comprenant deux zones conductrices distinctes (12,13). Les deux tiges du contacteur ont
la forme de lames et chacune d'elles est solidaire du plan de base au niveau d'une des zones conductrices. L'une des poutres (19,21) au moins
prend appui sur le plan de base par l'intermédiaire d'un pied sur lequel elle est montée en porte-a-faux. Le contacteur peut étre réalisé par exemple
a l'aide du procédé de fabrication selon I'invention. Ce procédé comprend les étapes de former successivement sur un substrat une alternance de
niveaux de photorésist et de métallisation. A chaque étape, le niveau de photorésist supérieur est configuré pour créer dans I'épaisseur de celui-ci
des espaces libres de croissance dans lesquels on forme par croissance galvanique des plots de métal. Les niveaux de photorésist situés sous le
dernier niveau de métallisation jouent le r6le de couches sacrificielles et autorisent la formation de structures métalliques suspendues. <IMAGE>
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